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Liebe Leserinnen und Leser,

die zweite Mitgliederversammlung der Fachge-
sellschaft "Loten" kiindigt sich an. Am 06. Juni
2000 ist die Degussa-Hils AG in Hanau als
Ausrichtungsort vorgesehen.

Die nunmehr auf 40 Mitglieder aus Industrieun-
ternehmen, Instituten und Korperschaften, an-
gewachsene Fachgesellschaft sowie interes
sierte Gaste werden im Namen des Vorsitzen-
den Herrn van't Hoen dazu herdich eingeladen.

Ein zusammen mit der zweiten Mitgliederver-
sammlung dann erstmals ausgerichtetes Lot
technisches Forum® dirfte flir Mifglieder wie
auch Interessierte einen zusatzlichen Anreiz flr
eine Teilnahme bieten. Das I6ttechnische Fo-
rum* versteht sich als Diskussionsbihne fir
|6ttechnischer Fragestellungen und Anwendun-
gen. Es will konkrete I6tspezfische Problem-
stellungen aufgreifen, Losungswege aufzeigen
und Ansprechpartner vemitteln.

Ein vorrangiges Ziel der Fachgesellschaft "L6-
ten" muld auch dieses Jahr wieder darin beste-
hen, die Mitgliederzahlen stetig weiter zu erhd-
hen. Dafiir ist es von entscheidender Bedeu-
tung, den Bekanntheitsgrad der Fachgesell-
schaft fortwahrend zu erweitern und auszubau-
en. Zu diesem Zweck wird die drtte Ausgabe
des INFO-SERVICE der Fachgesellschaft wie-
der im Internet unter www.dvs-ev.de veroffent-
licht. Denn nur eine starke Fachgesellschaft
gewahrleistet eine entscheidende Einflussnah-
me und Mitgestaltung in allen nationalen und
internationalen Bereichen der Léttechnik

Wie schon in der Vergangenheit, so sind auch
auf der zweiten Mifgliederversammlung wieder
interessante Referate zu aktuellen Themen
durch die Vortragenden Herm Dipl.-Ing. K
Schlimbach, RWTH Aachen, Herm Dr.-Ing. M.
Tiarpe, Deutsches Kupfer-Institut e.V., Diissel-
dorf, Frau Dr.-Ing. S. Wege, TU Minchen und
Herm M. Benzing, Degussa-Hiuls AG, Hanau,

vorgesehen. Die im Anschluf® an die Fachvor-
trage gefihrten Diskussionen werden sicher
wieder auf eine sehrgroRe Resonanz stossen.

Allen Autoren sei an dieser Stelle fir ihr Enga-
gement und ihre Mitarbeit an der aktuellen Aus-
gabe des INFO-SERVICE gedankt.

Es gibt viel zu tun, wir packen es an!

International Brazing & Soldering Confe-
rence 2000 in Albuquerque, New Mexico
— ein voller Erfolg

Dr.-Ing. G. Kraume, stv. Hauptgeschaftsfiihrer
des DVS, Dusseldorf

Die vom DVS — Deutscher Verband fir Schwei-
fen und verwandte Verfahren e. V. seit nun
mehr fast 20 Jahren mit groBem Erfolg durch-
gefihrten ,Internationalen Kolloquien Hart-und

Die International Brazing & Soldering
Conference 2000:
Gelungen und richtungsweisend



Hochtemperaturléten und Diffusionsschweif3en®
bzw. ,LOT“Konferenzen waren das Vorbild fir
die erste, in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka durchgeflihrte Intemational Brazing & Solde-
ring Conference (IBSC) in Albugquerque, New
Mexico. Die beiden fihrenden, auf dem Gebiet
des Lotens tatigen technisch-wisenschaftlichen
Verbande in den USA, die ASM Intemational
und die American Welding Society (AWS), hat-
ten sich im Vorfeld darauf verstandigt, ihre bis
lang getrennten Veranstaltungsaktivitaten zu-
sammenzufihren, um so im Interesse der in
Forschung und Entwicklung aber auch der in
den Untemehmen tatigen Fachleute Synergien
zu schaffen. Dald dieser Schiitt richtig war, be-
weisen die nachstehend genannten Zahlen und
Fakten.

Veranstaltungsort fiir die vom DVS, der Europe-
an Association for Brazing and Soldering
(EABS) sowie von der Japan Welding Society
(JWS) als ideelle Mittrager unterstiitzten IBSC
2000 war das Hyatt-Regency in der Innenstadt
Albuquerques, das aufgrund seiner verkehrs-
gunstigen Lage und seiner optimalen Raumlich-
keiten beste Voraussetzungen fiir eine erfolgrei-
che Durchfihrung bot. Die Konferenz umfasste

Beispielhafte Ausstellungsstiicke der
Table-Top-Exposition

neben derVortragsveranstaltung zusatzlich eine
Firmenleistungsschau sowie sogenannte ,Trai-
ningskurse®, die der Vortragsveranstaltung vor-
geschaltet waren. Alle drei Veranstaltungsteile
erfreuten sich einer sehr guten Beteiligung. An
den Trainingskursen, fir die eine Extragebulhr
zu entrichten war, nahmen nach Angaben der
Veranstalter 131, an der Vortragsveranstaltung
sowie an der Fimenleistungsschau 214 Perso-

nen teil. Mit 25 % lag der Anteil der aus 14 Lan-
dermn kommenden Vortragenden, Diskussions-
leiter und Konferenzteilnehmer erfreulich hoch,
wobei Deutschland mit 19 und Japan mit mehr
als zehn Teilnehmermn vertreten waren.

Die an allen drei Veranstaltungstagen parallel in
zwei Salen durchgefiihrten Vortragsveranstal-
tungen umfaften insgesamt 92 Vortrage, die
sich wie folgtin 14 Vortragsgruppen unterteilten:

Hartléten von Aluminium, Weichl6tverfahren,
Figen von Verbund- und intemetallischen
Werkstoffen, Flgen von Glas und Keramik,
Fortschritte beim Hartioten, Induktives Hartloten
und Ofenldéten, Haridten von Nickel-
Basislegieungen nach dem ,Braze Skin®-
Verfahren, Figen von Keramik, Fortschritte in
der Anwendung neuer Energietrager beim Hart-
I6ten, Warmetauscher und 3-D-Strukturen, An-
wendungen im Luftfahrt- und Flugzeugbau, Re-
aktives und Induktionsléten, Modellieren und
MeRergebnisse, Entwickung von Hartlétzusat-
zen.

Wie andere Vortragsveranstaltungen blieb auch
die IBSC nicht ganz von kurzfristigen Absagen
einiger Vortragender verschont, jedoch war der
Anteil verschwindend gering. Fast allen Vortra-
gen schlossen sich z. T. lebhafte Diskussionen
an, die erkennen lieRen, dal® sich Losungsan-
satze fur bestimmte Probleme auf unterschiedli-
chen Wegen erreichen lassen.

Die Firmenleistungsschau, an der 40 Unterneh-
men der Léttechnik teilnahmen fand in Form
einer Table-Top-Exposition statt. Diese mit ver-
gleichsweise geringem finanzellen und materi-
ellen Aufwand verbundene Ausstellungsform
stiel sowohl bei den ausstellenden Fimen als
auch bei den Besuchern auf gute Resonanz
Wie bereits im Namen ausgedrickt, steht jedem
Aussteller ein Tisch mit Stromanschlull zur
Verfiigung, der beliebig mit Informationsmaterial
und Exponaten gestaltet werden konnte. Sowohl
die Aussteller als auch die Besucher der Lei-
stungsschau zeigten sich sehr zufrieden mit
dem Ergebnis und sprachen sich einhellig dafiir
aus, dal® diese Form der Prasentation auch bei
kinftigen Veranstaltungen praktiziert werden
sollte. Auch der Veranstaltungsort soll zunachst
beibehalten werden.

Im Rahmen einer wahrend der IBSC durchge-
fihrten Besucherbefragung konnten die Veran-
stalter feststellen, dall die Veranstaltung guten
Anklang gefunden hat und kiinftig in regelmani-
gem Zeitabstand wiederholt werden sollte.
Nachdem auch die JWS bekannt gegeben hat,
kinftig in Japan eine vergleichbare Veranstal-
tung durchzufihren, kann davon ausgegangen
werden, daR sich diese mit der LOT und der



IBSC in jahrlichem Rhythmus abwechseln wird
ohne daR unmittelbare zeitliche Uberschneidun-
gen auftreten. Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den befreundeten Verbanden zeigt sich
allein schon in der Tatsache, dal} bereits wah-
rend der IBSC ASM und AWS intensiv fiir eine
Teilnahme der Fachleute an der LOT ‘01 in Aa-
chen 2001 geworben haben.

Aktuelle Informationen aus der l6ttech-
nischen Normung — Hartléten

Dr.-Ing. Barbel Schambach, DIN e.V./NAS,
Berlin

Dr.-Ing. Matthias Turpe, Deutsches Kupfer-
Institut e V., Disseldorf

In der vorigen Ausgabe wurde bereits ausfihr-
lich Uber die Bedeutung der Normung, ihre we-
sentlichen Gmundsatze sowie Uber den Stand
der |6ttechnischen Nomungsarbeiten national,
europaisch und international berichtet [1]. Die
nachfolgenden Ausflihungen beziehen sich auf
den Themenkomplex Harioten. Die derzeitigen
Normungsaktivititen werden im européischen
Komitee CEN/TC 121/SC 8, mit Sekretariatsfih-
rung von GroRbritannien, gelenkt und geleitet.
Der nationale Spiegelausschussist der AK 8/1-8
"Hartléten und Hochtemperatuddten — CEN". Als
deutsche Delegierte im CEN/TC 121/SC 8 sind
derzeit die Herren Dr. Tlrpe und Dr. Demmler
aktiv.

Stand der im CEN/TC 121/SC 8 erarbeiteten
Norm-Entwdirfe

Normen Uber zerstérende und zerstérungsfreie
Prifungen sowie Uber Hartiétverfahrens- und
Hartléterprifungen sind bereits zur Schlussab-
stimmung durch die Mitglieder von CEN/TC
121/SC 8 fertiggestellt. Technische Anderungen
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr méglich.

prEN 12979 Uber zerstérende Prifungen von
Hartlétverbindungen und prEN 12799 Gber zer-
stérungsfreie Prifungen von Hartlétverbindun-
gen befinden sich zur Zeit in der Schlussab-
stimmung bis zum 17. April 2000. prEN 13133
Ubereine Hartléterprifung und prEN 13134 Uber
eine Hartldtverfahrenspriifung werden voraus-
sichtlich im Mai/Juni 2000 zur Schlussab stim-
mung erwartet. Noch in diesem Jahr 2000 wer-
den die oben genannten 4 Entwurfe als DIN EN-
Normen vordiegen.

Nach Vorlage der obengenannten 4 ratifizierten
EN-Normen hat bereits das internationale Nor
mungskomitee ISO/TC 44/SC 12 "Hart- und

Weichléten" die unverdnderte Ubernahme als
Internationale Normen (ISO-Normen) beschlos-
sen. Somit ist es gelungen, gleiche Normungs-
inhalte fur Prifungen und Anerkennungen euro-
paische wie international dem Anwender zur
Verfliigung zu stellen. Anzumerken ist, dass dies
nichtim Selbstlauf erfolgte, sondern durch mas-
siven Druck durch den Normenausschuss
SchweilRtechnik (NAS), der die Interessen der
deutschen Industrie in der Nomung vertritt.

Des Weiteren wurde im CEN/TC 121/SC 8 ein
Entwurf Uber Festlegungen fir UnregelmaRig-
keiten in Harlétverbindungen fertiggestellt. Zur
Zeit laufen die Vorbereitungen zur CEN-
Umfrage, d.h. die dreisprachigen Fassungen
werden erstellt sowie die Vemffentichung eines
nationalen Nom-Entwurfes (Rosadruck Entwurf
DIN EN ....) vorbereitet.

Laufende Projekte im CEN/TC 121/SC 8

Derzeit wird Gber ein neues Normungsvorhaben
"Empfehlungen bzw. Richtlinien fur das Hartlo-
ten" diskutiert, ein Vorhaben, das von deutscher
Seite stets abgelehnt wurde, jedoch sah die
Mehrheit im CEN/TC 121 dies anders. In Grof%-
britannien existiert eine derartige Nom, die sehr
umfangreich ist. Dieses Normungsvorhaben
zeigt, dass wesentliche Unterschiede des Nor-
mungsverstandnisses in Europa bestehen. Was
in Deutschland bspw. in Form eines DVS-
Merkblattes herausgegeben werden wirde, ist
nach englischer Tradition nomungswiirdig. Die
Aufgabe, hier einen auch fur die Industriepraxis
sinnvollen Mittelweg zu finden ist nicht einfach
zu lésen, aber gleichwohl I6sbar, wie die laufen-
de Ameit zeigt. Aktive Mitarbeit heil’t in diesem
Fall, das Schlimmste zu verhindemn, inhaltlich
die Dinge einzubringen, die fiir die Industriepra-
xis im Kundenkontakt oder im Gesprach mit
Regelwerkssetzern Hilfestellungen bieten oder
Klarungen ermdglichen, und in Keinerem Rah-
men die Fortschreibung von geplanten, aber
wegen der kommenden Eumpaischen Norm
zuruickgestellten Nomungsinhalten zu praktizie-
ren. Nichts zu tun hie3e demnachst ein Buch
vorliegen zu haben, das spatestens bei der
nachsten Begutachtung nach 1ISO 9000 ff. zu
erheblichen und unangenehmen Diskussionen
fuhren wirde.

Schlussbemerkung

Nach wie vor lasst die Mitarbeit und Beteiligung
an der Normung ertheblich zu winschen Ubrig.
Appelle und Aufrufe verhallten und verhallen oft
genug ungehort. Bei einer Umfrage in Vorberei-
tung der letzten CEN/TC 121/SC 8-Sitzung mit
vorbereitetem Antwortzettel gingen 2 Antworten



ein, davon eine zu spat. Bei allem Verstandnis
dafur, dass das Tagesgeschaft aufgrund einer
sich immer weiter zuspitzenden personellen
Situation drickender und drickender wird und
alles daruber Hinausreichende vielleicht zuwei-
len ungewollt untergeht, bleibt die Feststellung
bestehen, dass der Sprengsatz in der aktuellen
Normungsentwicklung weitethin  unterschatzt
oder erst gar nicht gesehen wird. Dies gilt fur
jedes Untemehmen, das im Markt aktiv ist.
Normung ist Industriepolitik, wer mitmacht, der
bestimmt die Richtung. Noch funktioniert das
System irgendwie, in dem einige Wenige reagie-
ren und der Rest schweigend zuhért. Noch sind
die Normen, die es zu kaufen gibt, unter deut-
scher Mitwirkung entstanden, konnte vieles von
dem, was sich in der DIN bewahrt hat, tGbertra-
gen bzw. gerettet werden. Doch wie lange
noch? Die Finanzprobleme des NAS und die seit
2000 knallhart erfolgende Umsetzung der Be-
schlisse des DIN-Prasidiums sind offensichtlich
inihrer Tragweite den Wenigsten bewusst. Muss
es erst einen Knall dahingehend geben, dass
den deutschen Létern eine EN-Norm vorgesetzt
wird, die sie in der Umsetzung richtig Geld ko-
stet, bevor das Aufwachen erfolgt? Dann kdnnte
es ein bdses Erwachen geben. Woher sollen
GeschaftsfUhrungen, sprich Kaufleute, von der
Notwendigkeit und dem Sinn dieser Arbeit wis-
sen, wenn die Ingenieure selbst nur halbherzig
dahinter stehen, dem Marchen von den ,Kaffee-
kranzchen“ weiter glauben oder das Thema
gleich aufdie Seite schieben (,Kénnen wir doch
kopieren!“)? Zwei aktuelle Artikel in den DIN-
Mitteilungen [2] und [3] sind allen Angesproche-
nen dringendst zur Lektiire zu empfehlen.

Oder, um mit einem Wort von Oscar Wilde zu
schlief}en: ,Technokraten wissen von allen Din-
gen was sie kosten. Aber nicht, was sie wert
sind!”
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Lottechnische Normung — Quo vadis ?

Dr.-Ing. G. Kraume, stv. Hauptgeschaftsfihrer
des DVS, Disseldorf

Normung ist kein Selbstzweck, sondem Mittel
zum Zweck — und zwar im Interesse der Wirt-
schaft. Diese Erkenntnis ist nicht neu und gilt
auch flr die Lottechnik. Um so erstaunlicher ist
es, dall besonders die Iéttechnische Nomung
zur Zeit unter zwei auffallenden Symptomen mit
hohem Krankheitswert leidet: Die Rede ist von
fehlenden Geldmitteln zur Finanzierung der DIN-
Sekretariatsarbeit auf europédischer und welt-
weiter Ebene sowie von mangelndem fachli-
chem Interesse an der |6ttechnischen Nor
mungstatigkeit.

Nachdem sich der Staat im Hinblick auf die De-
regulierung von Vorschriften bei der Normung
weitestgehend aus dem finanzellen Obligo zu-
rickgezogen hat, sind jetzt verstarkt die Unter-
nehmen als unmittelbare NutznieRer gefordert,
ihr Scharflein zum Schlielen der entstandenen
Licke beizutragen. Wahrend dies in einigen
Bereichen der Schweildtechnik bereits mehr
oder weniger gut gelungen ist, leidet die Finan-
zierung in der Lottechnik — um einen medizni-
schen Fachausdruck zu verwenden - unter
,akuter Schwindsucht”. Bleibende Schaden sind
nur noch durch radikale Sofortmalinahmen ab-
zuwenden.

Wenn es nicht in allernachster Zeit gelingt, die
Unternehmen der Lottechnik — Hersteller und
Anwender - davon zu Uberzeugen, dafd es in
ihrem ureigensten Interesse liegt, die zur Fort-
fuhrung der Idttechnischen Normungstatigkeit
notwendigen Geldmittel bereitzustellen, dann
steht zu erwarten, dall die Betreuung der 16t-
technische Normung durch den Nomenaus-
schufd Schweilitechnik und damit die Vertretung
der deutschen Interessen bereits Mitte des Jah-
res 2000 national, europaisch und intemational
vollstandig zum Eriegen kommt.

Der DVS und seine Fachgesellgesellschaft ,L6-
ten” rufen daher alle Unternehmen der Loéttech-
nik auf, mit dabei zu helfen, die zur Fortsetzung
I6ttechnischer Normungstatigkeit bendtigten
Geldmittel bereitzustellen.

Nun zum mangelnden fachlichen Interesse. An
der GroRRe der Gremien, die sich mit Fragen der
I6ttechnischen Normung befassen, kann es nicht
liegen, denn die Sitzungen des DIN-DVS-
Gemeinschaftsausschusses ,Loten® sind stets
sehr gut besucht. Was ist dann aber die Ursa-
che dafiir, dall die vom DIN zur Stellungnahme
verschickten Unterlagen in der Regel unbeant-
wortet bleiben. Ist es der Mangel an Zeit, die



vielfach ztierte ,Tragheit der Masse“ oder ein-
fach nur fehlendes Verstdndnis fir die tech-
nisch-wissen-schafliche Gemeinschaftsarbeit?
Sollte es nur Letzteres sein, so mufdte allein
schon die Feststellung, was technisch-
wissen schaffliche Gemeinschaft nichtist, Abhilfe
schaffen: Technisch-wissenschaftliche Gemein-
schaftsarbeit ist namlich keine Einbahnstrale,
sondem ihre Starke besteht im gegenseitigen
Geben und Nehmen. Weralso nur an Sitzungen
teilnimmt, um fir sich oder sein Unternehmen zu
profiieren, ohne selbst aktiv mitzuwirken und
einen Beitrag zum Gelingen einer Sache zu
leisten, sitzt damit einem grundliegenden Irrtum
auf. Es sollte sich daher jeder selbst einmal
kritisch fragen, welcher Grund flr ihn bislang
ausschlaggebend war, sich nicht an der I6ttech-
nischen Gemeinschaftsarbeit zu beteiligen, um
sich dann Gedanken zu machen, wie er kiinftig
seinen aktiven Beitrag leisten will.

Im Hinblick auf die lottechnische Normungsar-
beit lautet das Gebot der Stunde: Gemeinsam-
keit macht starkl Denn nur wer starkist, kann im
Wege stehende Hindemisse erfolgreich zur
Seite zu rdumen. Der DVS und seine Fachge-
sellschaft Léten sind bereits eine starke Ge-
meinschaft, aber auch der Starke kann noch
starker werden: Durch die Unterstitzung derer,
die ihr noch nicht als Mitglied angehéren. Durch
eine Mitgliedschaft kdnnen auch sie die I6ttech-
nische Normung wirkungsvoll unterstitzen, zu-
mindest finanziell.

Bleifreies Loten

Dr.-Ing. Klaus Middeldorf, Geschaftsfihrer der
Forschungsvereinigung des DVS, Disseldorf
Dr.-Ing. S. Wege, Lehrstuhl fir Werkstoffe,
TUMinchen

Am 16.02.2000 fand beim DVS eine gemeinsa-
me Veranstaltung des Fachausschusses 7 ,L&-
ten“ und des Fachausschusses 10 ,Mikroverbin-
dungstechnik’ zur Thematik ,Bleifreies Loten”
unter der Leitung von Herm van't Hoen statt.
Herr van't Hoen ist Leiter des Fachausschusses
7 und der Fachgesellschaft Loten.

Ziel dieser Veranstaltung war es, den Stand
bezlglich der Gesetzgebung und vorhandener
Erfahrungen mit dem bleifreien Léten darzustel-
len. Daraus ableitend sollte der derzeitige For-
schungsbedarf definiert und die weitere Vorge-
hensweise des DVS beziglich der Forschungs-
aktivititen zur Thematik des ,bleifreien Lotens'
festgelegt werden.

Vortragende der Veranstaltung waren:

Herr Kempe, Fa. Daimler-Chrysler

Herr Dr. BenZer, Fa. Bosch

Frau Dr. Wege, Lehrstuhl fur Werkstoffe,

TU Minchen

Herr Kempe ging insbesondere auf die gesetzli-
chen Vorgaben in Europa, USA und Japan ein.
Er stellte u.a. die derzeit laufenden Aktivitaten in
den USA und in Japan vor. Ergebnisse aus Un-
tersuchungen, die von einem gréfReren Firmen-
konsortium in den USA durchgefliihrt wurden
sind u.a. im NCMS-Report vom August 1997
zusammengefasst. Das Forderprogramm wid
derzeit weitergefihrt. Als Reaktion auf die Akti-
vitdten in Japan wurde zur Sicherstellung der
amerikanischen Konkurrenzfahigkeit durch die
NEMI (National Electronics Manufacturing Initia-
tive) eine Task Force ,Lead-Free Readiness
gegrindet. Die NEMI hat sich inzwischen auf
folgende bleifreie Lotwerkstoffe festgelegt
Sn99Cu, Sn96,4Ag3,5 und Sn95,5Ag3,9Cu0,6.
Japan plant bis zum Jahr 2001 eine Verringe-
rung des Bleianteils in elektronischen Produkten
bezogen auf das Jahr 1996 um 50 % und bis
zum Jahr 2004 um weitere 30 %. Einige Pro-
dukte mit bleifreien Loten werden derzeit bereits
aufdem Markt angeboten.

Um die Wettbewerbsfahigkeit in Deutschland zu
gewahrleisten ist eine teilweise Umstellung auf
bleifreie Lote bereitsin den nachsten 1-2 Jahren
erfordedich und nicht erst bis zum Jahr 2004.
Auch hier werden sich die Aktivitéten fur héhere
Temperaturanwendungen voraussichtlich auf die
drei oben genannten Legierungen konzentrie-
ren.

Herr Dr. BenZer stellte die Inhalte des vom ZVEI
erarbeiteten Leitfadens ,Bleifreies Loten: Mate-
rialien, Komponenten, Prozesse; Technologi-
sche Bewertung des Umstellungsszenarios® vor
(Erscheinungstermin  September 1999). Die
derzeit vorliegenden Erkenntnisse sind zusam-
menfassend bilanziert. Weiterhin wurde eine
Bewertung der einzelnen Prozelischritte beziig-
lich technischer Probleme, Kosten und Umstel-
lungsaufwand vorgenommen. Darauf aufbauend
wurden 12 Thesen zum Stand und zu den der-
zeit vorhandenen Problemen erarbeitet mit der
Schluf¥folgerung, dafl ein Verbot bleihaltiger
Lote solange nicht akzeptiert werden kann, wie
die skizzierten Probleme nicht geldst und blei-
freie Alternativen nicht marktverfigbar sind.
Abschliefend werden Empfehlungen an Unter-
nehmen der Elektroindustrie und an den Ge-
setzgeberausgesprochen.

Der Leitfaden ist zu beziehen Uber: Zentralver
band Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
e.V., Stresemannallee, 60596 Frankfurt.

Derzeit erfolgt die Grindung einer ,Task Force*
durch den ZVEI, in der Industrievertreter ver-
schiedenerBerichte mitarbeiten werden.



Frau Dr. Wege berichtete Uber Ergebnisse zum
Verhalten im Wellen- und Reflowl6tprozel® und
zur Zuveidassigkeit unter Temperaturwechsel-
beanspruchung. Folgende bleifreie Lote wurden
dabei betrachtet: SnAg3,5, Sn99cCu,
SnAg3,8Cu0,7, SnAg2,5Cu0,8Sb0,5 und
SnBi9,5Cu0,5. Die Verarbeitung der Lote im
Reflowlotproze 3 erfolgte dabei unter Verwen-
dung der Fertigungseinrichtungen eines mittel-
standischen Unternehmens. Die Untersuchun-
gen zeigten, da® durch eine Anpassung und
Optimierung der Prozelparameter fur die Lot-
werkstoffe SnAg und SnAgCu akzeptable L6-
sungen fur konventionelle Baugruppen in
Mischbestiickung maglich erscheinen. Die Aus-
fallraten vaiieren in Abhangigkeit von der
LotMetallisierungs-kombination. Einen grof3en
Einflul auf die Zuverdassigkeit zeigen dabei die
in Zinnreichen Loten verstarkt auftretenden Pha-
senbildungen wahrend der Temperatureinwir-
kung. Fir spezielle Anwendungsfalle und Bau-
gruppen konnte mit dem Lot SnAg3,5 eine ak
zeptable Zuvelassigkeit unter themomechani-
scher Belastung, auch bei Temperaturen bis
150 °C, festgestellt werden.

Interessenten kbnnen Verdffentlichungen zu den
Untersuchungen am Lehrstuhl fur Werkstoffe im
Maschinenbau der TU Minchen, Boltz
mannstr. 15, 85747 Garching anfordem.

In der anschlieBenden Diskussion Uber den
Handlungsbedarfin Forschung und Entwickiung
wurde der Handlungsbedarf auller Frage ge-
stellt. Wichtig ware die Koordination der laufen-
den Aktivitaten sowie die Emarbeitung des For-
schungsbedarfes. Der Input dazu muf’ vor allem
aus der Industrie kommen. Es wird deshalb be-
schlossen eine Arbeitsgruppe aus Industriever-
tretern zu grinden, die offene Problemstellun-
gen, konkreten Forschungsbedarf und Vorge-
hensweisen erarbeitet und mit der Task Force
des ZVEl und dem FED abstimmt.

Initiativprogramm des AiF
"Bleifreies Loten"

Dipl.-Ing. J. Jerzembeck, Ausschul} flir Technik
des DVS, Dusseldorf

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Technologie hat zur Férderung der industriellen
Gemeinschaftsforschung ein Initiativprogramm
"Zukunftstechnologien fiur Keine und mitlere
Unternehmen" ins Leben gerufen. Priméares
Forderziel ist dabei die Erarbeitung von Ldsun-
gen fir strukturelle Emeuerungen in der Wirt-
schaft auf der Basis héherwertiger Technologi-
en. Die im Initiativporogramm geforderten For-
schungsvorhaben sollen zu Ergebnissen fiihren,

die die technisch-wissenschaftlichen Vorraus-
setzungen fur eine erfolgreiche Entwicklung von
innovativen Produkten, Verfahren und Dienstlei-
stungen bilden kédnnen.

Im Zuge der Diskussion um die Einfihrung von
bleifreien Loten in Deutschland bis zum Jahre
2004 und den damit verbundenen Problemen
der Industrie, wurde dieses Thema von der For-
schungsvereinigung des DVS als so dringlich
angesehen, dass sie beschlossen hat, entspre-
chende Forschungsvorhaben im Rahmen des
Initiativprogramm der AiF zu definieren und ein-
zureichen.

Zu diesem Zweck trafen sich am 28. Marz 2000
Industrievertreter der Fachausschisse 7 und 10
der Forschungsvereinigung bei der Robert
Bosch AG in Stuttgart zu einer Sitzung zum
Thema Forschungsbedarf - Bleifreies Loten in
der Elekironik. Nach ausfihdicher Diskussion
wurden zwei Forschungsthemen verabschiedet,
die zur Ausarbeitung detaillierter Forschungss-
kizzen an entsprechende Institute weitergereicht
wurden.

Als Themen wurden festgelegt:

e \Verarbeitung und Zuvedassigkeit der
bleifreien Lote SnAg3,9Cu0,9 und
SnCu0,7 beim Reflow- und Wellenl6ten.

e Entwicklung von Oberflachentechniken
flr die Verarbeitung von bleifreien Loten
in Loétanlagen

Bedingt durch die knappe Einreichungsfrist fiir
die Forschungsantrage bei der AiF bis Ende
April 2000 trafen sich die Vertreten der Fach-
ausschiisse am 13. April 2000 bei der Daimler-
Chrysler AG in Frankfurt emeut, um Uber die
Einreichung derbeiden Forschungsvorhaben zu
entscheiden. Nach der Prdsentation der For-
schungsskizzen und anschliessender Disku ssi-
on wurde beschlossen, beide Antrdge mit den
diskutierten Emganzungen und Modifikationen
beim AiF einzureichen. Die Besetzung der pro-
jektbegleitenden Ausschiisse spiegelt das gro-
sse Interesse der Industrie an der Thematk
beider Forschungsvorhaben wider. Die fertig
ausgearbeiteten  Forschungsantrdge gehen
spatestens bis zum 03. Mai 2000 in der Haupt-
geschéaftsstelle ein. Die Entscheidung der Be-
gutachtung wird im Fachausschuf® 7 bekanntge-
geben. Auch der INFO-SERVICE wird Uber den
weiteren Fortgang in dieser Angelegenheit in-
formieren.



Aktuelle
haben

I6ttechnische Forschungsvor-

Dr.-Ing. Klaus Middeldorf, Geschaftsfuhrer der
Forschungsvereinigung des DVS, Disseldorf

In den Fachausschissen 7 ,Loten“und 10 Mi-
kroverbindungstechnik der Forschungsvereini-
gung Schweillen und verwandte Verfahren e V.
des DVS werden Antrage und Vorhaben der
industriellen Gemeinschaftsforschung, die von
der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen e.V. (AiF)aus Mitteln des
Bundesministeriums fur Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) gefdrdert werden, vorbereitet und
begleitet. Im folgenden wird ein kurzer Uberblick
Uber laufende, abgeschlossene sowie geplante
Forschungsvorhaben gegeben.

Laufende Forschungsvorhaben:

7.023
(11.384)

Prozeffahigkeit und Zuverlassig
keit hdherschmelzender binarer
Lotwerkstoffe bei Verwendung
handelstiblicher Bauelemente und
angewandte Verfahren
(GREGORY, Lehrstuhl fiir Werk-
stoffe und Maschinenbau, TU
Minchen)

7.025
(11.543)

Aktiviéten von Quarzglas und
Diamant

(WIELAGE, Lehrstuhl fiir Ver-
bundwerkstoffe, TU Chemnitz)

7.026
(11.878)

Evaluierung des Einsatzpotentials
von Ni-Hf-Cr-Lotlegierungen zum
Loten von Superlegieungen und
rostfreien Edelstahlen
(LUGSCHEIDER, Lehr- und For-
schungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, RWTH Aachen)

7.027
(12.077)

Alternatives Loten von Mikrobau-
steinen

(MEUSEL, Institut fur Halbleiter
und Mikrosy stemtechnik, TU
Dresden

HEUBERGER, Fraunhofer-Institut
fur Siliziumtechnologie, Itzehoe)

7.029
(11.812)

Entwicklung neuer Schutzgasakti-
vatoren fur das fluRmittelfreie
Léten von Aluminiumlegieungen
(BACH, Lehrstuhl fur Werkstoff-
technologie, UNI Dortmund)

Alternative Werkstoffe zum
Drahtbonden im engsten Raster
(DRAUGELATES, Institut fr

10.019
(11.875)

Schwei3technik und Trennende
Fertigungsverfahren, TU
Clausthal-Zellerfeld

MEUSEL, Institut fir Halbleiter
und Mikrosystemtechnik, TU
Dresden

REICHL, Fraunhofer-Institut fir
Zuverlassigkeit und Mikrointegra-
tion, Bellin

HEUBERGER, Fraunhofer-Institut
fur Siliziumtechnologie, Itzehoe)

10.020
(11.876)

Lasergestitztes selektives Bon-
den (SLB) von Glas-Silizium- und
Glas-Glas-Verbund

(KOHLER, Institut fir Flgetechnik
und Werkstoffprifung GmbH, Je-
na

POPRAWE, Fraunhofer-Institut
fir Lasertechnik, Aachen)

Abgeschlossene Forschungsvorhaben
(SchluBBberichte kbnnen Uber die Forschungs-
vereinigung angefordert werden):

7.016
(11.254)

Entwicklung eines Verfahrens
zum Laserstrahlléten von Kerami-
ken bzw. Glasern mittels anorga-
nisch-nichtmetallischen Zwi-
schenschichten

(KOHLER, Institut fiir Fiigetechnik
und Werkstoffprifung GmbH, Je-
na)

7.019
(11.465)

Qualitatssicherung und -kontrolle
im Reflow étprozefd

(GREGORY, Lehrstuhl fur Werk-
stoffe und Maschinenbau, TU
Minchen

HEUBERGER, Fraunhofer-Institut
fur Siliziumtechnologie, Itzehoe)

7.024
(11.469)

Entwicklung einer Schutzgasin-
duktionslottechnik zur Herstellung
von Keramik-Metall-
Aktiviétverbindungen mit dem Zel
der Anwendung im Werkzeugbau
(LUGSCHEIDER, Lehr- und For-
schungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, RWTH Aachen)

10013
(11.383)

Thermosonic-Golddrahtbonden
mit selektiver Aufheizung
(MEUSEL, Institut fir Halbleiter
und Mikrosy stemtechnik, TU
Dresden

BERGMANN, Lehrstuhl Metalli-
sche Werkstoffe, UNI Bayreuth)



10015
(11.380)

Mikroapplikation von Glasloten fur 10.024
Anwendungen in der Mikrome-
chanik

(KOHLER, Institut fiir Fligetechnik
und Werkstoffprifung GmbH,

Jena)

Die folgenden Vorhaben befinden sich in der

Begutachtungs- und Bewilligungsphase bei der

AiF:

7.030
(4196/99)

7.031
(4195/99)

7.032
(4193/99)

7.033
(4194/99)

10.021

10.023
(4334/99)

(4335/99)

Bonden mit Cu-Drahtin der Lei-
stungselektronik

(MEUSEL, Institut fir Halbleiter
und Mikrosystemtechnik, TU
Dresden

HEUBERGER, Fraunhofer-Institut
fir Silizumtechnologie, Itzehoe)

Die folgenden Antrdge werden in Kiirze bei der

AiF eingereicht:

Entwicklung des Hartlétens mit 7.034
partieller Erwarmung zum Flgen
dunnwandiger Titanlegierungen

(BACH, Lehrstuhl fur Werkstoff-

technologie, UNI Dortmund)

Einflu der Korrosionsbestandig
keit von Metall-Keramik-
Verbindungen auf deren Lang-
zeitverhalten

(WIELAGE, Lehrstuhl fiir Ver-
bundwerkstoffe, TU Chemnitz)

Pulvermetallurgisch hergestellte, 7.035
niedrigschmelzende Aluminium-
Basislote zum Loéten von hochle-
gierten Aluminium-Legierungen
(LUGSCHEIDER, Lehr- und For-
schungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, RWTH Aachen)

10.025
Einflu® der Mikrometallurgie auf
die Prozel3fahigkeit und Zuverlas-
sigkeit mikrotechnischer Létver-
bindungen
(GREGORY, Lehrstuhl fur Werk-
stoffe und Maschinenbau, TU
Minchen
REICHL, Fraunhofer-Institut fir
Zuverlassigkeit und Mikrointegra-
tion, Bedin
HEUBERGER, Fraunhofer-Institut
fur Siliziumtechnologie, Itzehoe) 10.026
Entwickung eines Idsbaren, form-
schlussigen Mikrofigeverfahrens
auf der Basis lasergestitzter Mo-
dellierung von PVD abgeschiede-
nen Bimetallstrukturen
(LUGSCHEIDER, Lehr- und For-
schungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, RWTH Aachen
POPRAWE, Fraunhofer-Institut
fur Lasertechnik, Aachen)

Prazisions-Hartl6tverfahren fir die
MEMS-T echnik (microelectome-
chanical systems)

(BACH, Lehrstuhl fir Werkstoff-
technologie, UNI Dortmund)

Werkstoffauswahl und Prozess-
gestaltung zur Herstellung
porenarmer Weichl 6tverbind-
ungen

(REICHL, Fraunhofer-Institut fur
Zuverldssigkeit und Mikrointegra-
tion, Bellin

HEUBERGER, Fraunhofer-Institut
fur Siliziumtechnologie, Itzehoe
GREGORY, Lehrstuhl fir Werk-
stoffe und Maschinenbau, TU
Minchen)

Hartléten von hartmetall -
bestlickten Bauteilen und
Werkzeugen

(LUGSCHEIDER, Lehr- und For-
schungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, RWTH Aachen)

Untersuchungen zur Unterfillung
von Bauteilen mit flachig verteilten
Létanschlissen in der
Oberflachenmontagetechnik
(HEUBERGER, Fraunhofer-
Institut far Siliziumtechnologie,
Itzehoe

HENNEMANN, Fraunhofer-
Institut fir Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung,
Bremen)

Zerstorungsfreie Klassifizierung
von Poren in Weichlotver-
bindungen an BGA-, CSP-, sowie
Flip Chip-Bauelementen und
Charakterisierung des Einflusses
der Poren auf die Zuvedassigkeit
(HEUBERGER, Fraunhofer-
Institut far Siliziumtechnologie,
Iltzehoe

REICHL, Fraunhofer-Institut fir
Zuverlassigkeit und Mikrointegra-
tion, Bellin

GREGORY, Lehrstuhl fur Werk-
stoffe und Maschinenbau, TU
Minchen)



LOT ‘01
Einreichungsfrist fiir Vortrags- und Poster-
Angebote veridngert!

Aufgrund vielfachen Wunsches in- und auslan-
discher Fachleute wird die Einreichungsfrist flr
Vortrags- und Posterangebote zum 6. Interna-
tionalen Kolloquium Hart- und Hochtemperatur
|6ten und Diffusionsschweiften (8. bis 10. Mai
2001 in Aachen)biszum

10. August 2000

verlangert. Entsprechend verschiebt sich auch
der Termin fur die Abgabe der druckfertigen
Vortragsmanuskripte. Dieser ist nunmehr der

17. November 2000

Der DVS — Deutscher Verband fiir Schweilen
und verwandte Verfahren e. V. als Veranstalter
der LOT '01 méchte mit der Neufestlegung der
Temine dem Wunsch der Fachwelt entspre-
chend Rechnung tragen und ihr so den zur Ein-
reichung aktueller Vortrags- und Posterangebote
bendtigten Zeitaufschub verschaffen.

Vortragsangebote sind zu richten an:

DVS
Dipl.-Ing. W. Queren-Lieth
Aachener Stralle 172
D — 40223 Diisseldorf
Deutschland

Loéten von Kupfer und Kupferlegierungen

Der DKI-Infomationsdruck “Léten von Kupfer
und Kupferegierungen” steht jetzt in einer véllig
neu Uberarbeiteten Fassung wieder zur Verfi-

gung.

Nach einer kurzen Einfihrung zum Loéten, in der
auch dem Nicht-Loter die wesentlichen Grund-
lagen beschrieben werden, wird auf Weichlote
und -flussmittel sowie Harlote und -flussmittel
eingegangen, immer in Bezug auf die bei Kup-
ferwerkstoffen verwendbaren Stoffe. Die euro-
paischen Nomen (EN) sind Bestandteil der
aktualisierten Darstellung; in den entsprechen-
den Tabellen werden die EN-Bezeichnungen der
Lotstoffe denjenigen nach DIN gegenlberge-
stellt. Ein Kapitel zu allgemeinen Regeln des
Lotens und zur I6tgerechten Konstruktion fasst
Dinge z7usammen, die fir den Léter bekannt, fur
den Anwender jedoch haufig zu wenig gelaufig
sind. Der Hauptteil beschreibt die 16ttechnische
Behandlung (Weich- und Hartiéten) von Kupfer

und Kupfedegierungen, eingeschlossen das
Loten von Kupferwerkstoffen untereinander und
mit anderen metallischen Werkstoffen.

Ein Literaturverzeichnis und die Ubersicht (iber

die einschldgigen aktuellen Nomen ergdnzen
diese Informationsschrift.

Sie kann in Einzelexemplaren kostenlos bezo-
gen werden Uber:

DEUTSCHES KUPFER-INSTITUT
Am Bonneshof 5
40474 Disseldorf
Telefon: (0211) 47 96 300
Telefax: (0211) 47 96 310
info@kupferinstitut.de
http://www.kupferinstitut.de

Pressestelle: Ingrid Keller
Technische Beratung: Dr. Matthias Tlrpe

Aktueller Mitglie derstand

Persénliche Mitglieder

¢ Dipl.-Ing. J. Bendler, SL Magdeburg

e Prof. Dr.-Ing. M. Blank-Bewersdorf, Fach-
hochschule Hof

e Dr. rer. nat. W. Danzer, Linde AG, Technische
Gase, Hdllriegelskreuth

e Prof. Dr.-Ing. U. Dilthey, Institut fur Schwei3-
technische Fertigungsverfahren, RWTH
Aachen

e E. Fuhmann, Espenau

e Dr. Ch. Jakschik, Umwelt-Lufttechnik, Lobau

o Kemer, R. A., Circuit Chemical Products,
Schmobenhausen

e Dipl.-Ing. H.-d. Kéhler, Firinit GmbH, Langen-
hagen

¢ Dipl.-Ing. B.-U. Lo6ffler, Siemens AG, Nimberg

e Dipl.-Ing. E. Pilcher, Wien

e Dr.-Ing. M. T Urpe, Deutsches Kupfer-Institut,
Dusseldorf

e H. van’t Hoen, Wirges

o Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl firVer-
bundwerkstoffe, TU Chemnitz

Korporative Mitglieder

e Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Balve

e Castolin GmbH, Kriftel

e DaimlerChrysler Aerospace AG, Bremen

e DaimlerChrysler Aerospace Airbus GmbH,
Bremen

e Degussa-Hils AG, Hanau

e ERSA Lottechnik GmbH, Wertheim

e Everwand und Fell GmbH, Solingen



e FhG-12M, Prof. Dr.-Ing. habil. W. Scheel,
Betin

¢ IPSEN International GmbH, Kleve

o Institut fur Fertigungstechnik/Schweif3technik,
TU Chemnitz, Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J.
Matthes

e Institut fir Fugetechnik und Werkstoffprifung
IFW GmbHim DVSe.V., Jena

o Institut fir Halbleiter- und Mikrosy stemtechnik,
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Meusel, TU Dresden

o Institut fur Werkstoffkunde, Universitat Hanno-
ver, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. mult. H.
Haferkamp

o Institut fir SchweiRtechnik und Trennende
Fertigungsverfahren, Prof. Dr.-Ing. U.
Draugelates, Clausthal

¢ Jirgen Armack GmbH, Norderstedt

e Lehrstuhl fur Werkstofftechnologie, Prof. Dr.-
Ing. Fr.-W. Bach, Universitdt Dortmund

e Lehr- und Forschungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, Prof. Dr. techn. E. Lugscheider,
RWTH, Aachen

e Litton Kester Solder, Gernlinden

¢ Mahler Industrieofenbau, Bodycote Mahler
Warmebehandlung + Anlagenbau GmbH,
Esslingen

e Poro Bronze KG Dr. Rosenkamer GmbH +
Co., Leichlingen

e PVA Vakuum-Anlagenbau, ARlar

e Ralf Strinz Verbindungstechnik, Pforzheim

e SLV Duisburg GmbH

e Solvay Fluorund Derivate GmbH, Hannover

¢ TU Dresden, Fakultat Maschinenwesen, Prof.
Dr.-Ing. U. Fussel, Dresden

o Westfalen AG, Minster

e Witmetaal GmbH, Nirnberg
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Termine

Sitzung der Arbeitsgruppe V6.1 "Hart- und
Hochtemperaturléten” am 09. Mai 2000 am
Lehrstuhl fir Werkstofftechnologie der Univer-
sitdt Dortmund

10

Sitzung der Arbeitsgruppe V6 "Loten" am 18.
und 19. Mai 2000 bei der BAM in Bedin

2. Mitgliederversammlung der Fachgesellschaft
"Léten" im DVS mit Lottechnischem Forum am
06. Juni 2000 bei der Degussa-Hiils AG in
Hanau

Sitzung des Fachausschusse 7 "Loten" der For-
schungsvereinigung des DVS am 21. Septem-
ber 2000 in der Hauptgeschaftsstelle des DVSin
Disseldorf

Gemeinsame Sitzung des Fachausschusses 10
"Mikroverbindungtechnik' der Forschungsverei-
nigung des DVS und der DVS-Arbeitsgruppe A 2
"Flgen in Elektronik und Feinwerktechnik' am
30. November und 01. Dezember 2000 bei der
Fraunhofer Gesellschaftin Itzehoe

Sitzung der Arbeitsgruppe A2 "Flgen in Elekiro-
nik und Feinwerktechnik' am 28. und 29. Marz
2001 beim Fraunhofer Institutin Chemnitz

LOT 01, 6. Internationales Kolloquium Hart- und
Hochtemperaturléten und Diffusionsschweilien
vom 8.- 10. Mai 2001 im EUROGRESS Aachen

Messe Schweissen & Schneiden vom 12. bis 18.
September2001 in der Messe Essen

Fellbacher Tagung, Verbindungstechnik in der
Elektronik und Feinwerktechnik, Februar2002in
Fellbach

H. Schoer
SchweiRen
und Hartloten
von
Aluminium-
werkstoffen

o

ahimeiler:
und Harilaien von

1998, 252 Seiten, 160 Bilder,
50 Tabellen, kartoniert
Fachbuchreihe
Schweiltechnik Band 137
Bestel-Nr. 100137

=

DM 108,-

Der Werkstoff Aluminium findet immer mehr An-
wendung in der Technik, so auch in den Bereichen,
die bis her dem Werkstoff Stahl vorbehalten waren.
Die SchweiStechnik spielt hierbei eine wichtige
Rolle, so dass das Interesse fiir Werkstoffe und
Fligeprozesse gro3 ist. Mit seinen zahlreichen Ab-
bildungen und Fertigungsbeispielen ist dieses
Fachbuch eine wertvolle Arbeitsunterlage flr die
fachkundliche und praktische Arbeit des Schw ei-
Bers, aller Sc hweil3fac hleute und des am Werkstoff
interessierten Lesers.



PVA Vakuum-Anlagenbau GmbH
Emmeliusstr. 33

35614 Asslar

Telefon: +49/(0)6441/802188
Telefax: +49/(0)6441/802-111
Internet: http:/www.pva-gmbh.de
Ansprechpartner: Dr.-Ing. U. Broich
E-mail: udo.broich@pva-gmbh.de

PVA Vakuum-Anlagenbau GmbH - Partner in Fragen der Vakuum l6tte chnik

Die PVA Vakuum-Anlagenbau GmbH wurde 1991 durch MBO aus dem Pfeiffer-Balzers-Konzern her-
ausgeldst und operiert seither als eigenstandige Gesellschaft am Markt dufRerst erfolgreich. Hauptpro-
dukte sind Vakuumanlagen fur die Ver- und Bearbeitung moderner Hochleistungswerkstoffe. Typi-
sche Einsatzgebiete der PVA-Anlagen sind:

Hartmetall-Sintertechnik

Schmelzen und Giel3en von Metallen und Legierungen
Hochtemperaturléten von Metallen und Keramiken
Warmebehandeln von Metallen

Neben dem Anlagenbau hat sich seit 1998 ein weiteres Geschaftsfeld etabliert. In diesem Geschafts-
feld wird die PVA-Anlagentechnik und das prozesstechnische Know-How auf dem Gebiet der L6t- und
Warmebehandlungstechnik zusammengefihrt und ein breites Dienstleistungsspektrum angeboten.

Schwerpunkte der Aktivitdten des Dienstleistungszentrums Vakuumléttechnik sind:

Vakuumlétungen und Warmebehandlungen im Lohnauftrag (Prototypen- und Seirienfertigung). Die
zur Verfugung stehenden Lotéfen sind in besonderem Malie geeignet zur Verambeitung hochwer-
tiger und reaktionsempfindlicher Werkstoffe, wie. z.B. Titan, Aluminium, Supedegierungen, Kera-
miken, Edelstédhle, Hartmetalle usw.

Erarbeitung von bauteilbezogenen Systemlésungen (Werkstoffauswahl, Anlagenkonzeption, Pro-
zeRauswahl, Parameterfestlegung, konstruktive Gestaltung)

Hauptprodukte des Dienstleistungszentrums Vakuumlbttechnik sind:

Warmetauscher unterschiedlicher Bauart aus Kupfer und/oder Edelstahl
Keramik-Metall-Bauteile fiir die Elekiro-/Enemgietechnik und Sensorik
Gasdichte Gehausestrukturen

Mechanisch hoch beanspruchte Getriebeteile

u.v.m.

Rohrbindel-WT Platten-WT Kuhlschiene
Material: Edelstahl Material: Edelstahl, Kupfer Material: Kupfer

11



Fir die Durchfihrung der Létarbeiten stehen verschiedene Anlagen an zwei Standorten (Asslar und

Jena) zur Verfigung:

MOV923 T

Nutzvolumen: 800x700x1100 mm?
Max. Anwendungstemperatur: 1250°C
Vakuum: max. 1*10° mbar

MOV 843 CL

Nutzvolumen: 700x700x1500 mm?3
Max. Anwendungstemperatur: 1350°C
Vakuum: max. 1*10® mbar

MOV 353 T

Nutzvolumen: 300x300x600 mm?3
Max. Anwendungstemperatur: 1550°C
Vakuum: max 1*10® mbar

MOV 613 Al

Nutzvolumen: 300x600x600 mm?3
Max. Anwendungstemperatur; 900°C
Vakuum: max 1*10® mbar

Weitere periphere Einrichtungen, wie zB. eine dreistufige Waschstrasse, He-Lecktestgerate und Pa-
stendosiereinrichtungen vervolistadndigen das Equipment des Dienstleistungszentrums Léttechnik.

Fertigungsbereich am Standort Asslar

Kundennutzen

- keine Anlageninvestition

- keine Personalkosten

- keine Infrastrukturaufwendungen

- Just-in-time Fertigung

- Zugriff auf unterschiedliche Anlagentypen
- kostengunstige Fertigung, insbesondere
- schwankungen

12

Ganzmetall-Létanlage

Vorteile der Vakuumlottechnik

- kein Verzug der Bauteile

- komplexe Bauteilgeometrien
- herstellbar

- kein Nacharbeitungsaufwand
- hohe Lotnahtfestigkeit

- Herstellung artungleicher

- Materialpaarungen moglich



Literatur - Veroffentlichungen

Titel Autoren Publikation
Bleifreie I6tbare Schichtsysterne H.U. Eckert productronic
Bleifrei, USA schwenken zu baldiger Ablésung von Blei um Poschmann productronic
Gibt es einen Paradigmen-Wechsel in der Léttechnik Dr.Ing. Bell VTE
Reinigungsmethoden in der Elektronkf ertigung Pollmann SMT
Demnéachst unv erbleit! Oder? Dr.Ing. Herbert VTE

Flux remov e and aqueous process. Cleaning technologies on the PCB Loew EPP

assembly shop

Increasing Si3N4/1,25Cr-0,55Mo steel joint strength by using the
method of drilling holes by laser in the surface layer of brazed Si3N4

Chemisch Silber, die Leiterplatten-Alternativoberflache
Bleifreie Lote - und was nun?

Problem of wetting and surface tension

Kristallisierende Glaslote fir Hochtemperatureinsatze

Glas - Keramik Verbindung mit Glaslot im Vakuum - Laserv erschlu}
Auswirkung v on Verunreinigungen aus Létprozessen auf den Kaltemit-
telkreislauf und die Stabilitédt von R134a

Bleif reie Lotlegierungen

DVS-Lehrgang - Léten metallischer Werkstoffe. DVS-Léterprif ung

Fundamentals of the induction brazing process

Production versatility increased in semi-continuous controlled atmos-
phere brazing furnace

Production od solder joint in J-lead connection

Herstellung und Eigenschaftsbestimmung diinner Auftragslétschichten

Erfolgreiches Loten beginnt mit der Oberflachenbehandlung

Ultrasonic soldering - a farewell toflux

"Best practice" brazing via audi

Untersuchungen zur chemischen Kompatibilitédt zwischen Glasloten und
den Komponenten der Hochtemperatur-Brennstoff zelle

Effect of cooling rate on microstructure and mechanical properties of
eutectic Sn-Ag solder joints with and without intentionally incorporated
Cu6Sn5 reinforcements

Eigenspannungen und Versagen von L&tv erbindungen aus Hartmetall
und Stahl
Auswahl v on Fugev erbindungenf tir Aluminium-Leichtbaukonstruktionen

The application of diode laserfor soldering
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Patent - Informationen

Land Veroff.Nr. Titel Anmelder
WO-A 9965634 Method for controlling heat transfer on a work piece dur- Leicht
ing condensation soldering
GB-A 2338200 Ultrasonic soldering Ford Motor
DE-A 19931287 Wellen-Lotv efahren und Wellen-L&tv orrichtung Dnenso Corp., Kariya, Aichi
DE-C 19805079 Vakuumofen zum Verléten von Bauteilen Forschungszentrum Jilich
EP-A 970774 Formstempel zum Austragenvonflissigen Lot Esec SA
WO-A 9961192 Surface treament of hot metal articles Heckett Multiserv France S.A
FR-A 2779368 Torche de soudore tig permettant dammeliorer I'amor- La soudure autogene francaise
cage l'arc de souduge societe anonyme
EP-A 767028 Verfahren zum Verbindenv on intemetallischen Material Societe nationale detude et de

durch Reaktionssinterung und abgeleitete Anwendungen  construction de moteurs

WO-A 9964198 Method for producing a Wad<ree substate W.C. Heraeus GmbH & Co. KG

EP-A 974418 Verfahren zum Diffusionshartléten von Gegenstandenaus Snecma Services
Superlegierungen

EP-A 968072 Lotpaste zur Erzeugung konturengenauer geometrischer  Degussa-Hils AG
Metallstrukturen

EP-A 973629 Calcium enthakende Hartlotlegierung Kaiser Aluminium

WO-A 9965641 Method for assembling by brazing different materials Commissariat a I'energie ato-
using an aluminium-gemanium alloy in semisolid state mique

WO-A 9961195 Cobalt-Chronium-Palladium,-Based Brazing Alloys Alliedsignal Inc.

WO-A 9965642 Brazing composition and sealfor electrochemical cell Bl-Patent Holding S.A

EP-A 970776 Verfahren zum reaktiven Verbindenvon Werkstaoffen Technische Univ ersitat Delft

DE-A 19826756 Verfahren zum Verkapselnvon Mikrometallpulv ern daraus Dipl.Ing. J. Schulze
hergestellte Lotpulver und deren Verwendung

DE-A 19832736 Verfahren zur Herstellungv on Weichlotpulvern FNE Forschunginstitut

EP-A 974419 Wasserlésliche FluRmittel und dessen Verwendung Qatey Company

EP-A 962275 Verfahren zur Verbindung von mikromaschinierten Delphi Technologies

Mit Létmaterial

EP-B 859680 Verfahren zum Aufldsen eines ausgeharteten Glaslotes, Siernens AG
Verfahren zum Trennen von mit einem Glaslot Zusam-
mengef igten Bauelementen, Verf ahren zum Zerlegen
einer Brennstoffzelle und Vorrichtung zum Zerlegen einer
Brennstoff zelle

EP-A 960681 Verfahren und Vorrichtung zum Aufschmelzl6ten Matsushita Electric Industrial

WO-A 9955485 Fixed-Gap solder reflow method Medallion Technology, LLC

EP-B 856376 Gegenstand mit dispergierten Teilchen enthaltendes Lucent Technologies Inc.
feinkdrniges Weichlot

WO-A 0001 506 Solder Powder and method for preparing the same and Matsushita Electric Industrial
solder paste

EP-A 976489 Weichlétmaterial Sony Corporation

EP-A 953400 Gegen Ermiudung widerstandsfahige, bleifreie Legierung  Delphi Technologies

EP-A 956178 Weichlothulse und Verf ahren zu deren Herstellung Witmetaal B.V.
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Ubersicht — Stand der Internationalen und Européis chen Normung

auf dem Gebiet Loten
(Stand: April 2000)

Norm-Nummer Ausgabe Titel Zusammenhang mit
DIN Normen
Hart-und Weichloten
ISO 3677 1992 Zusédtze zum Weich- und Hartléten — Kennzeichnung DIN EN ISO 3677
ISO 5179 1983 Untersuchung der Hartlétbarkeit mittels eines Prifstickes  —
mit wechselnder Spaltbreite
ISO 5187 1985 Schweiflen und verwandte Verfahren — Prifungvon DIN 8525-1, -2
Weichlét- und Hartlétverbindungen, Mechanische DIN 8526
Prif ungen
ISO/CD 8752 Lotv ef ahren — Begriffe
Hartiten
EN 1044 1999 Schweiflen — Hartlote DIN EN 1044
EN 1045 1997 Schweilen — FluBmittel zum Hartléten — Einteilung DIN EN 1045
prEN 12799 2000 Zerstorungsfreie Prif ungv on Hartlétverbindungen E DIN 8525-10
prEN 12797 2000 Zerstdrende Prifungvon Hartlétverbindungen E DIN 8525-1
prEN 13134 2000 Verfahrensprif ungfir das Hartléten E DIN 8525-12
prEN 13133 2000 Prifungv on Hartlétern E DIN 8525-11
prEN 1SO 18279 " Hartléten — Einteilungv on UnregeiméRigkeiten bei DIN 8515-1
Hartlétverbindungen DIN 32515
W100121334 Richtlinienf ir das Hartléten -
Weichloten
ISO H53 1990 Weichlote —Chemische Zusammensetzung und DIN EN 29453
Lief eformen
ISO 9454-1 1990 FluRmittel zum Weichiéten — Einteilung und DIN EN 29454-1
Anforderungen — Teil 1: Einteilung, Kennzeichnung und
Verpackung
ISO 9454-2 1998 FluRmittel zum Weichléten — Einteilung und E DIN EN ISO 9454-2
Anforderungen — Teil 22 Eignungsanforderungen
ISO 9455-1 1990 FluBmittel zum Weichléten — Prifverfahren — Teil 1: DIN EN 29455-1
Bestimmungv on nichtflichtigen Stoffen, Gravimetrische
Methode
ISO 9455-2 1993 FluRmittel zum Weichiéten — Prifverfahren — Teil 2: DIN EN ISO 9455-2
Bestimmungyv on nichfflichtigen Stoffen, Ebuliometrische
Methode
ISO H455-3 1992 FluBmittel zum Weichiéten — Prufverfahren — Teil 3: DIN EN ISO 9455-3
Bestimmung des Saurewertes, Potentiometrische und
visuelle Titrationsmethode
ISO H55-5 1992 FluBmitel zum Weichléten — Prifverfahren — Teil 5: DIN EN 29455-5
Kupf erspiegeltest
ISO H55-6 1995 FluBmitel zum Weichiéten — Prifverfahren — Teil 6: DIN EN ISO 94556

Bestimmung und Nachweis des Halogenidgehaltes
(ausgeschlossen Fluorid)
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Norm-Nummer Ausgabe Titel Zusammenhang mit
DIN Normen

ISO H55-8 1991 FluBmitel zum Weichléten — Prifverfahren — Teil 8: DIN EN 29455-8
Bestimmung des Zinkgehaltes

ISO 9455-9 1993 FluBmitel zum Weichiéten - Prifverfahren - Teil 9; DIN EN 1SO 94559
Bestimmung des Ammoniumgehaltes

SO 9455-10 1998 FluBmittel zum Weichi6ten - Prifverfahren - Teil 10: E DIN EN ISO
Benetzungsprifung, Ausbreitungsmethode 29455-10

ISO 9455-11 1991 FluRmittel zum Weichléten — Prifverfahren — Teil 11: DIN EN 29455-11
Loslichkeit v on FluRmittelriickstanden

ISO %455-12 1992 FluBmittel zum Weichliéten — Prifverfahren — Teil 12: DIN ISO EN 945512
Stahl-R6hrchen-Korrosionstest

ISO H455-13 1996 FluBmitel zum Weichliéten — Prifverfahren — Teil 13: DIN 8527-1
Bestimmungyv on FluBmittelspritzern E DINISO 9455-13

ISO 455-14 1991 FluBmittel zum Weichliéten — Prifverfahren — Teil 14: DIN EN 29455-14
Bestimmung des Haftvermdgens

ISO 9455-15 1996 FluRmittel zum Weichléten — Prifverfahren — Teil 15: E DIN ISO 9455-15
Kupf er-Komrosionstest

ISO H455-16 1998 FluBmittel zum Weichliéten — Prifverfahren — Teil 16: E DIN EN ISO
Bestimmung der Witksamkeit des FluBmittels, 9455-16"
Benetzungsprifung

ISO/DIS 9455-17" 2000 FluRmittel zum Weichléten — Prifverfahren — Teil 17: DIN 8527-1
Bestimmung des Widerstandes der (teilweise)
Oberflachenisolierung, Kammprifung und
elektrochemische Migrationsprifung von
FluRmittelriickstanden

ISO 10564 1993 Zusétze zum Weich- und Hartléten — Probenahme von DIN EN ISO 10564
Weichlotenfiir die Analyse

ISO 12224-1 1997 Lotdrahte, massiv und gefulit — Anf orderungen und DIN ENISO
Prifverfahren — Teil 1: Einteilung und 122241
Eigenschaftsanforderungen

ISO 12224-2 1998 Létdrahte, massiv und gefilt — Anf orderungen und DIN EN ISO
Prifverfahren — Teil 2 Bestinmung des 12224-2
FluBmittelgehaltes

ISO/CD 12224-3 Lotdrahte, massiv und gefulit — Anforderungen und -
Prifverfahren — Teil 3: Benetzungsprifung

ISO/DIS 1226-1? 1997 Weichlotpasten — Teil 1: Einteilung und Prifverfahren E DIN EN ISO

12226-1%

ISO/CD 12226-22
Anmerkungen:

ISO = Internationale Norm
ISO/DIS = Internationaler Nom-Entwurf

ISO/CD = Internationales Beratungsdokument
EN = Europaische Nom

prEN = Europaischer Nom-Entwurf

E = Entwurf
1) In Vorbereitung

Weichlotpasten — Teil 2: Eignungsanforderungen

2) Projekte wurden von der ISO gestrichen
3) muss zurlickgezogen werden

Erstellt: Normenausschuf® Schweil3technikim DIN e.V., Dr. Barbel Schambach
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